(13) BUIMDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



® ratentschrift 
® DE 19644 509 C2 



@ Aktenzeichen: 196 44 509.4-22 

(2) Anmeldetag: 25.10.96 
@ Offenlegungstag: 30. 4.97 
@ Veroffentlichungstag 

der Patenterteilung: 12. 5.99 



@ Int.CI.^: 

B 65 G 49/05 

HOI L 21/68 CsJ 
B 65 G 47/80 ^ 

o 



Innerhalb von 3 Monaten nach Veroffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden 



LU 

Q 



® 


Unionsprioritat: 


@ Erfinder: 




280167/95 27.10.95 JP 


Kiyokawa,Toshiyuki, Kuki, Saitama, JP; Murayama, 




281634/95 30.10.95 JP 


Takao, Kumagaya, Saitama, JP 


® 


Patentinhaber: 


@ Fiir die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht 




Advantest Corp., Tokio/Tokyo, JP 


gazogene Druckschriften: 






DE 44 18 142 A1 


® 


Vertreten 


DE 42 30 175 A1 




Hoffmann, E., Dipl.-lng., Pat-Anw., 82166 






Grafelfing 





O 

O) 

o 

0> 
UJ 



@ Vorrichtung zum Transportieren und Handhaben von Halbleiterbauelementen 

@ Vorrichtung zum Transportieren und Handhaben von 
Halbleiterbauelementen, bei der zu testende, in einem Ta- 
blett {2A) gehaltene Halbleiterbauelemente aufeinander- 
folgend an einer Hatbleiterbauelemente-Beschickungspo- 
sition (A) in eine kretsformige Anordnung von in einem 
Drehtisch (4) ausgebildeten Posittonierausnehmungen (5) 
ubertragen werden, wobei der Drehtisch (4) zum Trans- 
portieren der Halbleiterbauelemente, die in den Positio- 
nierausnehmungen {5) gehalten sind, zu einer Position (B) 
gedreht wird, die benachbart zu einem Testabschnitt (7) 
liegt, wobei die Halbleiterbauelemente wahrend ihres 
Transports durch den Drehtisch (4) einer Temperaturbela- 
stung gemaB einer vorbestimmten Temperatur ausge- 
setzt werden und in der benachbart zu dem Testabschnitt 
(7) liegenden Position (B) aufeinanderfolgend von dem 
Drehtisch (4) zu dem Testabschnitt (7) zur Durchfuhrung 
eines Tests transportiert werden, wobei 
die Positionierausnehmungen (5), die in dem Drehtisch 
(4) ausgebildet sind, in N kreisformigen Reihen (5A, 5B), 
die auf konzentrischen Krelsen liegen, angeordnet sind, 
wobei N eine ganze Zahl gleich oder grofSer als 2 bezeich- 
net, 

die zu testenden Halbleiterbauelemente aufeinanderfol- 
gend von dem Tablett (2A) in die Positionierausnehmun- 
gen von mindestens einer der N Reihen an der Halbleiter- 
bauelement-Beschickungsstation (A) gebracht werden, 
das oder die Halbleiterbauelemente dann, wenn jedes der 
eingebrachten Halbleiterbauelemente aufgrund der Dre- 
hung^des Drehtischs (4) eine Runde bzw. Umdrehung zu- 
ruckgelegt hat, in Querrichtung in eine der Positionieraus- 
nehmungen einer anderen der N Reihen, die die Halblei- 
terbauelemente-Beschickungsposition (A) leer erreicht 
hat, transportiert werden, und zur gleichen Zeit die Posi- 
tionierausnehmungen, die durch den Transport der Halb- 
leiterbauelemente in Querrichtung geleert worden sind, 
aufeinanderfolgend an der Halbleiterbauelement-Be- 
schickungsposition (A) mit neuen, von dem Tablett stam- 
menden Halbleiterbauelementen beschickt werden, und 
die Halbleiterbauelemente, die aufgrund derDrehung des 
Drehtischs (4) mindestens eine Umdrehung durchgefuhrt 
haben, dann, wenn sie zu der Position (B) benachbart zu 
dem Testabschnitt (7) transportiert sind, aufeinanderfol- 
gend von dem Drehtisch {4) zu dem Testabschnitt (7) ge- 
fordert werden. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich- 
tung zum Transportieren und Handhaben von Halbleiterbau- 
elementen (iiblicherweise auch als IC-Handler bzw. Chip- 
Handhabungseinrichtung bezeichnet), die fiir den Einsatz 
bei einem IC-Testgerat bzw. Chip-Testgerat (iiblicherweise 
als Chip-Tester bezeichnet) zum Testen von Halbleiterbau- 
elementen wie etwa integrierten Halbleiterschaltungsele- 
menten (im folgenden als integrierte Schaltungen IC bzw. 
Chips bezeichnet) als typisches Beispiel fiir Halbleiterbau- 
elemente geeignet ist und zum Transportieren von Chips zu 
einem Testabschnitt, zum Transportieren der getesteten 
Chips aus dem Testabschnitt und zum Aussortieren dessel- 
ben geeignet ist. Insbesondere bezieht sich die vorliegende 
Erfindung auf eine Vorrichtung - zum Transportieren und 
Handhaben von Halbleiterbauelementen, die im Stande ist, 
Halbleiterbauelemente einer Atmosphare mit einer vorbe- 
stimmten Temperatur fiir eine ausreichend lange Zeitspanne 
vor der Durchfiihrung des Tests auszusetzen. 

Vorrichtungen, mit denen Halbleiterbauelemente von ei- 
ner Handhabungseinrichtung zu einer Testeinrichtung trans- 
portiert und, nachdem sie getestet wurden, von der Testein- 
richtung zur Weiterverarbeitung, z. B. zur Sortierung, zu- 
riicktransportiert werden sind bekannt. Die DE44 18 
142 Al ofFenbart beispielsweise eine Vorrichtung, mit der 
Halbleiterbauelemente von einem Forderband abgenom- 
men, zu einer Testeinrichtung befordert und nach dem Te- 
sten zum Forderband zuriick gebrachl werden. Die 
DE 42 30 175 A 1 offenbart eine Vorrichtung zur automati- 
schen Entladung von Test- und Sortieranlagen und befaBt 
sich mit dem Problem, auf einfache Weise die getesteten 
bzw. sortierten Bauelemente in verschiedene Kanale einzu- 
leiten. . 

Zum besseren Verstandnis der spater im einzelnen be- 
schriebenen Erfindung soli anhand von Fig. 6 zunachst der 
allgemeine Aufbau eines Beispiels einer Vorrichtung zum 
Transportieren und Handhaben von Halbleiterbauelementen 
(im nachfolgenden als Chip-Handhabungs vorrichtung be- 
zeichnet) beschrieben werden, die als "Horizontales Trans- 
portsyslem" bezeichnet wird. Eine Mehrzahl von allgemein 
mit dem Bezugszeichen 2 bezeichneten Tablettgruppen ist 
auf einem Rahmen oder einer Plattform 1, die eine Basis bil- 
det, entlang der unteren Seite lA derselben gemaB der Dar- 
stellung in der Zeichnung angeordnet. Jedes Tabletl in der 45 
Tableltgruppe 2 ist dazu ausgelegt, je nach Bedarf mit Chips 
beschickt zu werden. Jede Tablettgruppe 2A-2E besteht aus 
einer Anzahl von Tabletts, die vertikal iibereinander gesta- 
pelt sind. Die gemaB der Zeichnung ganz links dargesteUte 
Tablettgruppe 2 A ist an einem Beladeabschnitt angeordnet. 
Die Tabletts der Gruppe 2A in dem Beladeabschnitt werden 
mit Chips beschickt, die anschlieBend einem Test unterzo- 
gen werden (zu testende Chips bzw. ICs), 

Ein Tragerarm 3 nimmt bei diesem Beispiel jeweils einen 
Chip einzeln von dem obersten Tablett der gestapelten Ta- 
blettgruppe 2A und transponiert ihn zu und auf einen Dreh- 
tisch 4, der als "Durchwarme- bzw. Temperaturvergleichma- 
Bigungsstufe" bezeichnet wird. Eine Reihe von Positionier- 
ausnehmungen 5 zum Definieren der Position fiir die Auf- 
nahme der Chips ist in dem Drehtisch 4 in gleichen Winkel- 
abstanden auf einem konzenuischen Kreis ausgebildet. Jede 
Positionierausnehmung 5 besitzt im wesentlichen quadrati- 
sche Gestalt und ist auf vier Seiten von nach oben geneigien 
Wanden umgeben. Jedesmal, wenn sich der Drehtisch 4 um 
einen Teilungsabstand in der Richtung des Uhrzeigersinns 
bei dem dargestellten Beispiel dreht, laBt der Tragerarm 3 
einen Chip nach unten in eine der Positionierausnebmungen 
5 fallen. 
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Das Bezugszeichen 6 bezeichnet einen Kontaktarm zum 
Transportieren der durch den Drehtisch 4 geforderten Chips 
jeweils einzeln nacheinander zu einem Testabschnitt 7. Ge- 
nauer gesagt ist der Kontaktarm 6 dazu ausgelegt, einen 
5 Chip aus jeder der Positionierof&iungen 5 in dem Drehtisch 
4 durch Vakuum- bzw, Unterdruckansaugung aufzunehmen 
und diesen zu dem Testabschnitt 7 zu transportieren. Der 
Kontaktarm 6 weist drei Arme auf und bewirkt durch Um- 
drehung dieser drei Arme die Vorgange des sequentiellen 
10 tJbertragens der Chips zu dem Testabschnitt 7 und des se- 
quentiellen Transportierens der Chips, die in dem Testab- 
schnitt 7 getestet worden sind, zu einem Obertragungsarm 8, 
der an einem Ausgang des Testabschnitts angeordnet ist. Es 
ist anzumeiken, daB der Drehtisch 4, der Kontaktarm 6 und 
der Testabschnitt 7 in einer Konstanttemperaiurkammer 
Oder einer thermos tatischen Kammer 9 enthalten sind, so 
dafi die zu testenden Chips dem Test in der Kammer 7 unter- 
zogen werden konnen, wahrend sie bei einer vorbestimmten 
Temperatur gehalten werden. Das Innere d&c konstante Tem- 
peratur besitzenden Kammer wird tempcratuigesteuert, so 
daS sie bei einer vorab festgelegten hohen oder niedrigen 
Temperatur gehalten wird, um hierdurch die zu testenden 
Chips einer vorbestimmten Temperaturbelastung auszuset- 
zen. Chips, die aus der konstante Temperatur besitzenden 
Kammer 9 durch den an dem AuslaB der Kanamer angeord- 
neten Ubertragungsarm 8 herausgenommen werden, werden 
auf der Grundlage der Testergebnisse aussortiert und in ei- 
ner zugehorigen von bei diesem Beispiel drei Tablettgrup- 
pen 2C, 2D und 2E gespeichert, die in einem Entladeab- 
schnitt angeordnet sind. Zum Beispiel werden nicht ausle- 
gungskonforme oder schlechte Chips (Chips, die einen De- 
fekt oder Fehler aufweisen) in einem Tablett der am wei te- 
sten rechts liegenden Tablettgruppe 2E gespeichert, wah- 
rend auslegungskonforme oder gute Chips (Chips ohne De- 
fekt oder Fehler) in einem Tablett der Tablettgruppe 2D auf 
der linken Seite der Tablettgruppe 2E gespeichert werden, 
und Chips, bei denen festgelegt wurde, daB sie ein emeutes 
Testen erfordem, in einem Tablett der Tablettgruppe 2C auf 
der linken Seite der Tablettgruppe 2D gespeichert werden. 
Dieses Sortieren wird durch Tragerarme 10 und 11 bewerk- 
stelligt. 

Die Tablettgruppe 2B, die an der zweiten SteUe von der 
linken Seite aus gesehen angeordnet ist, ist eine leere Ta- 
blettgruppe, die an einem Pufferabschnitt zum Aufnehmen 
von Tabletts angeordnet ist, die in dem Beladeabschnitt von 
Chips entleert worden sind. Wenn das oberste Tablett ir- 
gendeines der Tablettstapel der Tablettgruppen 2C, 2D und 
2E in dem Entladeabschnitt mit Chips gefUUt ist, wird ein 
Tablett dieser leeren Tablettgruppe 2B zu der Oberseite des 
entsprechenden Table ttstapels transportiert, um fiir die Auf- 
nahme von Chips in ihm verwendet zu werden. 

Bei der in Fig. 6 dargestellten Chip-Handhabungsvorrich- 
tung weist der Drehtisch 4 lediglich eine Reihe von Posiiio- 
nieroffnungen 5, die in gleichen Winkelabstanden angeord- 
net sind, zur Definierung der Positionen fur die Aufnahme 
der Chips auf, die auf einem konzentrischen Kreis angeord- 
net sind, derart, daB der Tragerarm 3 jedesmal dann, wenn 
sich der Drehtisch 4 um einen Teilungsabstand in der Uhr- 
zeigerrichtung gedreht hat, einen Chip in eine der Positio- 
nierausnebmungen 5 einbringt. Man Kann sich dariiber hin- 
aus auch eine weitere Art einer Chip-Handhabungsvorrich- 
tung gemaB der Darstellung in Fig. 7 vorstellen, bei der der 
Drehtisch 4 zwei Reihen von winkelmaBig gleich beabstan- 
deten Positionierausnehmungen 5 auf weist, die in ihm auf 
konzentrischen Kreisen ausgebildet sind. Bei der zuletzt ge- 
nannten Ausgestaltung transportiert der Tragerarm 3 zwei 
zu testende Chips zu einem Zeitpunkt von einem Tablett, das 
in dem Beladeabschnitt angeordnet ist, und biingt bei jeder 
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inkrementalen Drehung (ein Teilungsabstand) des Drehti- 
sches 4 zwei Chips in zwei entsprechende Positionieraus- 
nehmungen 5 der beiden Reihen ein. Die in Fig. 7 gezeigte 
Chip-HandhabUDgsvorrichtung ist mit der in Fig. 6 gezeig- 
ten Handhabungsvorrichtung identisch, mit der Ausnahme, 
daB der Kontaktarm 6, der Ubertragungsarm 8 an der Aus- 
gangsseite und der Tragerarm 10 dazu ausgelegt sind, zwei 
Chips zu einem Zeitpunkt zu handhaben, und daB der Test- 
abschnitt 7 ebenfalls dazu ausgelegt ist, die Untersuchung 
von zwei Chips zu einem jeweiligen Zeitpunkt durchzufiih- 
ren. DemgemaB sind die entsprechenden Teile der Ausge- 
staltung gemaB Fig. 6 mit denselben Bezugszeichen verse- 
hen und werden nicht nochmals erlautert. 

Hierbei ist anzumerken, daB bd der in Fig, 6 gezeigten 
Chip-Handhabungsvorrichlung ein zu testender Chip auf 
demDrehtisch durch den Tragerarm 3 bei einer winkelmaBi- 
gen Position (A) aufgebracht wird und von dem Drehtisch 4 
durch den Kontaktarm 6 bei einer Winkelposition (B) zu 
dem Testabschnitt 7 gefbrdert wird. Der Chip wird wahrend 
seines Transports durch den Drehtisch 4 um ungefahr 240° 
von der Position (A) zu der Position (B) auf die Temperatur 
in der konstante Temperatur besitzenden Kammer 9 er- 
warmt (oder gekuhlt). 

"DbHcherweise sind 20 Positicnierausnehmungen 5 in 
dem winkelmafligen Bereich von 240° angeordnet, da die 
Positionierausnehmungen 5 in dem Drehdsch 4 mit einem 
Teilungsabstand (Winkelintervall) von ungefahr 12° auf ei- 
nem konzentrischen Kreis ausgebildet sind. Es ist anzumer- 
ken, daB die Zeit, die der Chip fiir die Durchfiihrung des 
Tests in dera Testabschnitt 7 benotigt, verhaltnismaBig kurz 30 
ist und zum Beispiel in der GroBenordnung von wenigen Se- 
kunden liegt. Falls der Drehtisch 4 synchron init der Test- 
dauer in dem Testabschnitt 7 gedreht wird, erreichen Chips 
verhaltnismaBig groBer GroBe eventuell nicht die Solltem- 
peratur in der konstante Temperatur aufweisenden Kammer 
9 innerhalb der Zeitspanne, wahrend der sie von der winkei- 
maBigen Position (A) zu der Position (B) bewegt werden, 
was durch den kurzen Transportabstand zwischen den bei- 
den Positionen (A) und (B) bedingt ist. Aus diesen Griinden 
kann trotz der Tatsache, daB der Test in dem Testabschnitt 7 
bereits abgeschlossen ist, eine Wartezeit erforderlich sein, 
bis die nachfolgend zu testenden Chips auf eine vorbe- 
sdmmte Temperatur erwarmt (oder abgekuhlt) sind, was zu 
einer unerwunschten Erhohung der fiir das Testen erforder- 
licben Zeitdauer f uhrt. 

In ahnlicher Weise wird aucfa bei der in Fig. 7 gezeigten 
Chip-Handhabungsvorrichtung ein zu testender Chip auf 
dem Drehtisch 4 bei einer Winkelposition (A) aufgebracht 
und von dem Drehtisch 4 bei einer Winkelposition (B) zu 
dem Testabschnitt 7 transportiert, wobei der Chip hierbei 
durch den Drehtisch 4 um unge^hr 240° transportiert wird. 
Da zwei Reihen von Positionierausnehmungen 5, die auf 
konzentrischen Kreisen in dem Drehtisch 4 liegen, ebenfalls 
mit einem Teilungsabstand von ungefahr 12° angeordnet 
•sind, sind 20 Positionierausnehmungen 5 innerhalb des 
Winkelbereichs von 240° vorhanden. Demzufolge konnen 
wie im Fall der in Fig. 6 gezeigten Chip-Handhabungsvor- 
richtung relativ groBe Chips die gepiante Temperatur even- 
tuell innerhalb der Zeitspanne nicht erreichen, wahrend der 
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richtung zum Transportieren und Handhaben von Halblei- 
terbauelementen zu schafFen, die zu testende Halbleiterbau- 
elemente einer Atmosphare mil einer vorbestimmten Tem- 
peratur fiir eine ausreichend lange Zeitspanne aussetzen 
kann, so daB der Testvorgang bezuglich der Halbleiterbau- 
elemente in bzw. mit der Testperiode in dem Testabschnitt 
wiederholt werden kann, indera der Drehtisch synchron mit 
der Testperiode bzw. Testzeitdauer in dem Testabschnitt ge- 
dreht wird. 

GemaB einem ersten Gesichtspunkt der vorliegenden Er- 
findung ist eine Vorrichtung zum Transportieren und Hand- 
haben von Halbleiterbauelementen bereit gestellt, die einen 
Drehtisch enthalt, der N Zeilen von in ihm auf konzentri- 
schen Kreisen ausgebildete Positionierausnehmungen ent- 
halt (N ist eine ganze Zahl, die gleich oder grofier als 2 is I), 
wobei die Vorrichtung derart ausgelegt ist, daB mit der Auf- 
bringung von zu testenden Halbleiterbauelementen auf den 
Drehtisch entweder auf mindestens die auBerste oder auf 
mindestens die innerste Reihe- von Positionierausnehmun- 
gen begonnen wird und jedes der aufgebrachten, zu testen- 
den Halbleiterbauelemente dann, wenn es eine Runde ge- 
macht und zu der urspriinglichen Position der Aufbringung 
zuriickgekehrt ist, zu jener Position bei einer anderen Zeile 
von Positionierausnehmungen quer bewegt (iibertragen 
25 bzw. umgesetzt) wird. Nachdem jedes der aufgebrachten, zu 
testenden Halbleiterbauelemente mindestens eine Runde zu- 
riickgelegt hat, wird jedes der aufgebrachten, zu testenden 
Halbleiterbauelemente um einen vorbestimmten Winkel von 
der Umsetzungsposition bzw. Querbewegungsposition zu 
der Position der Zufiihrung zu einem Testabschnitt weiter 
bewegt, wobei es an dieser Position zu dem Testabschnitt 
transportiert wird Es ergibt sich somit, das jedes der Halb- 
leiterbauelemente mindestens eine Umdrehung zuziiglich 
eines vorbestimmten Drehwinkels ausgehend von der Um- 
setzungsposition zu derZufuhrposition durchfuhrt, bevor es 
zu dem Testabschnitt transportiert wird. 

Bei dem vorstehend beschriebenen Aufbau der Vorrich- 
tung zum Transportieren und Handhaben von Halbleiterbau- 
elementen wird ein zu testendes Halbleiterbauelement auf 
dem Drehtisch unter Drehung um mindestens eine Umdre- 
hung zuzuglich einer vorbestimmten Wnkeldrehung von 
der Umsetzungsposition zu derZufuhrposition transportiert, 
und dann zu dem Testabschnitt gefbrdert. DemgemaB steht 
die Zeitspanne, die fur mindestens eine Umdrehung zuzug- 
lich der Zeitspanne, die fiir die Drehung um den bestimmten 
Winkel bis zu der Position der Zutuhrung zu dem Testab- 
schnitt erforderlich ist, zur Ausiibung einer der vorbestimm- 
ten Temperatur entsprechenden Temperaturbelastung auf 
die zu testenden Halbleiterbauelemente zur Verfugung, Da 
diese zusatzliche Zeitspanne fiir die mindestens eine Um- 
drehung groBer ist als die Zeitdauer fur die Drehung um den 
vorbestimmten Winkel bis zu der Position der Zufiihrung zu 
dem Testabschnitt, kann mehr als das Zweifache der Zeit- 
dauer bei der eingangs beschriebenen Vorrichtung zum An- 
heben oder Absenken der Temperatur der zu testenden Halb- 
leiterbauelemente auf einen vorbestimmten Wert eingesetzt 
werden. Es ist daher moglich, den zu testenden Bauelemen- 
ten eine ausreichend lange Zeitspanne fiir eine korrekte Auf- 
heizung oder Abkuhlung zur Verfugung zu stellen, so daB 
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sie von der Winkelposition (A) zu der Position (B) bewegt 60 selbst dann kein Problem auftritt. wenn der Drehtisch syn 



werden, da der Transportweg zwischen den beiden Positio- 
nen (A) und (B) zu kurz ist. Daher kann trotz der Tatsache, 
daB der Test in dem Testabschnitt 7 bereits beendet ist, ein 
Warteintervali erforderlich sein, bis die nachfolgend zu te- 
stenden Chips auf eine vorbestimmte Temperatur erwarmt 
(oder abgekuhlt) sind, was zu einer unerwunscht langen 
Zeitspanne, die fiir das Testen erforderlich ist, fiihrt. 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vor- 
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chron mit der Testzeitdauer in dem Testabschnitt gedreht 
wird. Hierdurch kann die Zeitspanne, die zum Testen von 
Halbleiterbauelementen erforderlich ist, verringen werden. 

GemaB einem zweiten Gesichtspunkt der vorliegenden 
Erfindung wird eine Vorrichtung zum Transportieren und 
Handhaben von Halbleiterbauelementen geschaffen, die ei- 
nen Drehtisch, der eine kreisfbrmige Anordnung von in ihm 
ausgebildeten Positionierausnehmungen enthalt, von denen 
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jede eine ausreichende Tiefe zur Aufnahme einer Mehxzahl 
von zu testenden Haibleiterbauelementen in einem veriika- 
len Stapel besitzt, einen Elevator bzw. Hohenforderer, der in 
dem Boden jener Positionierausnehmung zur vertikalen Be- 
wegung der aufeinander gestapelten Halbleiterbauelemente 
angeordnet ist, und Antriebseinrichtungen aufweist, die an 
einer Beladeposition, bei der die zu testenden Halbleiterbau- 
elemente in die Positionierausnehmungen auf denn Dreh- 
lisch eingebracht werden, und an einer Zufuhrposition ange- 
ordnet sind, bei der die zu testenden Halbleiterbauelemente 
von den Posidonierausnehmungen auf dem Drehtisch zu 
dem Testabschnitt transportiert werden, wobei die Antriebs- 
einrichtungen dazu ausgelegt sind, den Hohenforderer der- 
art anzutreiben, daB dieser an Positionen angehalten werden 
kann, deren Anzahl deijenigen der aufeinandergestapelten 
Halbleiterbauelemente entspricht, sowie derart, daB jeder 
Hohenforderer an der Beladeposition durch die Antriebsein- 
richtung in eine vorbestimmte Position angehoben wird, 
derart, dafl die Strecke der Abwartsbewegung, mil der die 
Halbleiterbauelemente in die Ausnehmungen fallen, kon- 
stant gehalten wird, und daB jeder Hohenforderer an der Zu- 
fuhrposidon durch die Antriebseinrichtung derart bewegt 
wird, daB eine Vakuum- bzw, Unterdruck-Aufiiahmeein- 
richtung die Halbleiterbauelemente stets an dem Niveau des 
obersten der gestapelten Halbleiterbauelemente in jeder der 
Posidonierausnehmungen ergreifen kann. 

Bei dem unmittelbar vorstehend beschriebenen Aufbau 
der Vorrichtung zum Transportieren und Handhaben von 
Haibleiterbauelementen werden die Halbleiterbauelemente 
durch den Drehdsch transportiert, wobei eine Vielzahl von 
Haibleiterbauelementen in jeder der Positionierausnehmun- 
gen angeordnet ist. Der Drehtisch wird an der Zufuhrposi- 
don bzw. Abgabeposidon solange im Stillstand gehalten, bis 
alle Halbleiterbauelemente, die in einer der Positionieraus- 
nehmungen angeordnet sind, zu dem Testabschnitt iibertra- 
gen und dort getestet sind. Hierdurch ist es moglich, die 
Drehgeschwindigkeit des Drehtisches entsprechend der An- 
zahl von Haibleiterbauelementen, die in einer Positionier- 
ausnehmung aufgenommen werden konnen, zu verringem. 
Als Ergebnis ist es moglich, die Zeitspanne zwischen dem 
Zeitpunkt, zu dem zu testende Halbleiterbauelemente auf 
den Drehtisch aufgebracht werden, und dem Zeitpunkt, zu 
dem sie in der Nahe des Testabschnitts abgenommen wer- 
den, zu vergroBem. DemgemaB steht eine ausreichend lange 
Zeitspanne zur Ausiibung einer Temperaturbelastung auf die 
zu testenden Halbleiterbauelemente zur Verfugung, so dafi 
die Temperatur der Halbleiterbauelemente der auslegungs- 
gemaB gewiinschten Temperatur in adaquater Weise ange- 
nahert werden kann. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen na- 
her beschrieben. 

Fig. 1 zcigt cine Draufsicht, in der die allgemeine Ausge- 
staltung eines ersten Ausfilhrungsbeispieles der Chip-Hand- 
habungs vorrichtung gem SB der vorliegenden Erfindung dar- 
gestellt ist. 

Fig. 2 zeigt eine vergroBerte Querschnittsansicht, in der 
der Aufbau der hauptsachlichen Teile des ersten Ausfiih- 
rungsbeispieles veranschaulicht ist, 

Fig. 3 zeigt eine vergroBerte Querschnittsansicht, in der 
der Aufbau der hauptsachlichen Teile eines zweiten Ausfiih- 
rungsbeispieles der Chip-Handhabungsvorrichtung gemaB 
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht ist. 

Fig. 4 zeigt eine vergroBerte Querschnittsansicht, in der 
der Aufbau der wesentlichen Teile des zweiten Ausfuh- 
rungsbeispieles der Chip-Handhabungsvorrichtung gemaB 
der vorliegenden Erfindung dargestellt ist. 

Fig. 5 zeigt eine vergroBerte Querschnittsansicht des Auf- 



baus der hauptsachlichen Teile des zweiten Ausfiihrungsbei- 
spieles der Chip-Handhabungsvorrichtung gemaB der vor- 
liegenden Erfindung. 

Fig. 6 zeigt eine Drau&icht, in der die allgemeine Ausge- 
5 staltung eines Beispiels einer Chip-Handhabungsvorrich- 
tung mit horizontalem Transport dargestellt ist, und 

Fig. 7 zeigt eine Draufsicht, in der die allgemeine Ausge- 
staltung eines weiteren Beispiels einer Chip-Handhabungs- 
vorrichtung mit horizontalem Transport dargestellt ist. 

10 Auch wenn die Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden 
Erfindung unter Bezugnahme auf integrierte Schaltungen 
(ICs bzw. Chips) als typische Vertreter von Haibleiterbau- 
elementen beschrieben werden, ist die vorliegende Erfin- 
dung auch bei einer Vorrichtung zum Transportieren und 

15 Handhaben von anderen Haibleiterbauelementen als Chips 
geeignet. 

Fig. 1 zeigt den allgemeinen Aufbau eines ersten Ausfuh- 
ningsbeispieles der Chip-Handhabungsvorrichtung gemaB 
der vorliegenden Erfindung. Bei diesem Ausfuhrungsbei- 

20 spiel sind zwei Reihen von Positionierausnehmungen 5, die 
mit gleichen winkelmaBigen Intervallen beabstandet sind, 
gemaB der Darstellung in konzentrischen Kreisen in dem 
Drehtisch 4 ausgebildet. Es konnen jedoch auch mehr als 
zwei kreisfbrmige Anordnungen von Positionierausneh- 

25 mungen 5 vorhanden sein. Wenn zwei kreisformige Anord- 
nungen von Positionierausnehmungen 5, die auf konzentri- 
schen Kreisen angeordnet sind, vorhanden sind, ist der Tra- 
gerarm 3 mit zwei Aufnehmerkopfen entsprechend der An- 
zahl von kreisformigen Anordnungen bzw. Reihen von Po- 

30 sitionierausnehmungen versehen. Bei diesem Ausfiihrungs- 
beispiel ist ersichthch, daB der Tragerarm 3 mit zwei Auf- 
nehmerkopfen 3R und 3F versehen ist, von denen einer nahe 
bei dem distalen, d. h. dem Drehtisch 4 zugewandten Ende 
und der andere nahe bei dem proximalen, d. h. dem Dreh- 

35 dsch 4 abgewandten Ende des Tragerarms zum Aufnehmen 
und zum Transportieren eines zu testenden Chips zum Bei- 
spiel mit Hilfe einer Vakuumansaugung angeordnet ist. 

Der Aufhehmerkopf 3F, der benachbart zum proximalen 
Ende angeordnet ist, greift zu testende Chips jeweils einen 

40 nach dem anderen von dem obersten Tablett der Tablett- 
gruppe 2A in dem Beladeabschnitt ab und transportiert diese 
zu der winkelmaBigen Position (A), die die Chip-Beschik- 
kungsposition bzw. -Beladeposition auf dem Drehtisch 4 
darstellt, an der der Aufhehmerkopf den durch Unterdruck 

45 gehaltenen Chip freigibt und diesem das Einf alien in eine 
Positionierausnehmung 5 der auBeren Reihe 5A der beiden 
auf konzentrischen Kreisen angeordneten Reihen von Posi- 
tionierausnehmungen ermoglicht. Wenn der Aufhehmer- 
kopf 3F einen Chip von dem obersten Tablett der Tablett- 

50 gruppe 2A ergreift, bewegt der im Stillstand gehaltene Tra- 
gerarm 3 den Aufnehmerkopf 3F nach unten, um hierdurch 
dessen Ansaugfiache naher zu dem Chip zu bringen, um die- 
sen zu ergreifen. In gleichartiger Weise bewegt der im Still- 
stand gehaltene Trageraim 3 dann, wenn der Aufhehmer- 

55 kopf 3F den durch Unterdruck angesaugten Chip in die Po- 
sitionierausnehmung 5 an der Chip-Beschickungsstation 
(A) einf alien laBt, den Aufnehmerkopf 3F vor dem Loslas- 
sen des Chips naher zu dem Boden der Positionierausneh- 
mung 5 nach unten. Die Arbeitsweise des anderen Auiheh- 

60 merkopfes 3R ist gleichartig wie diejenige des Aufnehmer- 
kopfes 3F. 

Sobald der Drehtisch 4 eine Runde voUfiihrt hat, so dafi 
alle Positionierausnehmungen 5 der auBeren Reihe 5 A mit 
zu testenden Chip beschickt sind (das heiBt, daB alle Aus- 
65 nehmungen der auBeren Reihe gefullt sind), fahrt der Auf- 
nehmerkopf 3F dennoch damit fort, einen zu testenden Chip 
von der Tablettgruppe 2A abzugreifen, wobei der Aufneh- 
merkopf 3Fzusammen mit dem anderen, leeren Aufnehmer- 
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kopf 3R zu der Chip-Beschickungsposition (A) bewegt 
wild. Zu dicsem Zeitpunkt wird jedoch der leere Auftieh- 
merkopf 3R zuerst betatigt, urn einen Chip, der eine Runde 
vollfiihrt hat, von der Positionierausnehmung 5 der auBeren 
Reihe 5A zu ergreifen, wonach der Aufnehmerkopf 3R. der 
nun den an ihm anhaftenden Chip tragi, zu einer der Positio 
nierausnehmungen 5 der inneren Anordnung bzw. Reihe 5B 
verschoben wird, wahrend der Aufnehmerkopf 3F, der einen 
von der Tablettgruppe 2A abgegriffenen, zu testenden Chip 
tragi, zur gleichen Zeil zu der Position oberhalb der nun ge- 
leerten Positionierausnehmung 5 der auBeren Reihe 5A be- 
wegt wird. 

Wit in Fig. 2 gezeigt ist, sind die Aufnehmerkopfe 3R 
und 3F an dem Tragerarm 3 mit einem Abstand angebracht, 
der gleich groB isl wie der radiaie Abstand PY zwischen den 
konzentrischen Reihen 5A und 5B der Ausnehmungen, der- 
art, daB der distale Aufnehmerkopf 3R und der proximale 
Aufnehmerkopf 3Fjewei Is oberhalb der Positionierausneh- 
mungen 5 der inneren Reihe 5B bzw. der auBeren Reihe 5A 
liegen, so daB sie Chips in die zugeordneten Positionieraus- 
nehmungen 5 einfallen lassen konnen. Es versteht sich je- 
doch, daB der Abstand zwischen den Aufnehmerkopfen 3R 
und 3F nicht notwendiger Weise gleich groB sein muB wie 
der radiaie Abstand PY zwischen den konzentrischen Rei- 
hen 5A und 5B der Ausnehmungen. Falls der Abstand zwi- 
schen den Aufnehmerkopfen 3R und 3F groBer ist als der 
Abstand PY, kann die Ausgeslaltung derart getroffen sein, 
daB der leere Aufnehmerkopf 3R betatigt wird, um einen 
Chip, der eine Runde voUfuhrt hat, von der Positionieraus- 
nehmung 5 der auBeren Reihe 5A abzugreifen, woran sich 
eine Verschicbung des Aufhehmerkopfes 3F, der einen 
neuen, ah ihm anhaftenden Chip tragi, zu einer Position 
oberhalb einer der Positionierausnehmungen 5 der auBeren 
Reihe SA anschliefit, um den Chip in diese fallen zu lassen, 
wonach der Auftiehmerkopf 3R, der den von der Positio- 
nierausnehmung 5 der auBeren Reihe 5 abgegriffenen Chip 
tragi, zu einer Position oberhalb' einer der Positionieraus- 
nehmungen 5 der inneren Reihe SB bewegt wird, um den 
Chip in diese fallen zu lassen. 

Sob aid die zu testenden Chips in die jeweiligen Positio- 
nierausnehmungen 5 eingebracht sind, wird der Ttagcrarm 3 
zuriick zu einer Position oberhalb des obersten Tabletls der 
Tablettgnjppe 2A bewegt, um dem Aufnehmerkopf 3F das 
Ergreifen eines Chips von der Tablettgruppe 2A zu ermogli- 
chen. Der Tragerarm 3 bewegt danach den leeren Aufneh- 
merkopf 3R zu einer Position oberhalb einer der Positionier- 
ausnehmungen 5 der auBeren Reihe 5A in dem Drehtisch 4. 
In der Zwischenzeil hat sich der Drehtisch 4 um einen Tei- 
lungsabstand gedreht, so daB dann, wenn der leere Aufneh- 
merkopf 3R zu der Position oberhalb der Positionierausneh- 
mung 5 an der Chip-Beschickungsposition (A) der auBeren 
Reihe 5A zuriickgekehrt ist, der nachste zu testende Chip, 
der unter Transport auf dem Drehtisch 4 eine Runde bzw. 
Umdrehung zuriickgelegt hat, an einer Position unterhalb 
dieses leeren Aufhehmerkopfes 3R angekommen ist. 

Der leere Aufnehmerkopf 3R ergreift dann diesen nach- 
sten, zu testenden Chip lind wird gemeinsam mit dem Auf- 
. nehmerkopf 3F, der den von der Tablettgruppe 2A abgegrif- 
fenen Chip tragi, um die Strecke PY vorwarts bewegt, wor- 
aufhin die Aufnehmerkopfe 3R und 3F die hierdurch gehal- 
tenen Chip freigeben, so daB diese in die Positionierausneh- 
mungen 5 der inneren bzw. der auBeren Reihe SB bzw. SA 
fallen konnen (wie es in Fig. 2 gezeigt ist). Durch Wiederho- 
lung dieses Ablaufs konnen die zu testenden Chips aufein- 
anderfolgend von den Ausnehmungen der auBeren Reihe SA 
zu den Ausnehmungen der inneren Reihe SB querbewegt 
bzw. umgesetzt werden. 

Wenn der crste der zu testenden Chips, die zu den Aus- 
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nehmungen der inneren Reihe SB in Querrichtung transpor- 
tiert worden sind, an der Winkelposition (B) zur Zufuhrung 
des Chip zu dem Testabschnitl 7 ankommt, ergreift der Kon- 
taktarm 6 den zu testenden Chip aus der Ausnehmung der 
inneren Reihe SB und transportiert den durch Unterdruck 
angesauglen Chip zu dem Testabschnitl 7. Chips, die den 
Test in dem Testabschnitl 7 durchlaufen haben, werden einer 
nach dem anderen zu dem Obertragungsarm 8 iibertragen, 
der seinerseits die Chips zu dem Tragerarm 10 transportiert. 
Die getesteten Chips werden dann auf der Grundlage der 
Testergebnisse aussortiert und mit Hilfe der Tragerarme 10 
und 11 in den entsprechenden Tabletlgruppen 2C, 2D und 
ZE in dem Entladeabschnitt gespeichert. 

Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, sind die Posidonierausneh- 
mungen 5 der inneren, kreisformigen Reihe SB, die in dem 
Drehtisch 4 ausgebildet sind, tiefer als die Positionieraus- 
nehmungen S der auBeren, kreisformigen Reihe SA ausge- 
bildet. Der Aufriehmerkopf 3F, an dem ein zu testender, von 
der Tablettgruppe 2 A stammender Chip anhaflet, wird an ei- 
ner Position angehallen, deren Niveau um eine vorbe- 
stimmte Strecke hoher liegt als die Oberseite des Drehti- 
sches 4, um hierdurch dem anhaftenden Chip das Einfallen 
in eine der Positionierausnehmungen 5 der auBeren Reihe 
SA gemaB der Darstellung in Fig. 2 zu ermoglichen. Dies 
liegt teilweise daran, daB es erforderlich isl, daB ein Chip 
aufgrund seines Eigengewichts um eine gewisse Strecke 
herabfallen kann, damit eine prazise Positionierung in der 
Ausnehmung sichergestellt ist, und teilweise daran, daB die 
Leitungsstifte bzw. Kontaktstifte (Anschliisse) des Chips 
dann, wenn sich der Aufnehmerkopf 3F zu nahe bei der Po- 
sitionierausnehmung S belinden wiirde, moglicherweise in 
Beruhrung mit den sich verjungenden bzw. schragverlauf en- 
den Wanden der Ausnehmung S in Beruhrung kommen 
konnten und hierdurch verbogen oder in anderer Weise be- 
schadigt werden konnten. Auf der anderen Seite ist es vom 
Standpunkt des betrieblichen Wirkungsgrads vorzuziehen, 
daB die vertikalen Bewegungsstrecken der Aufnehmerkopfe 
3F, 3R so kurz wie moglich sind, und daB die Bewegungs- 
strecken der Aufoehmerkopfe zu alien Zeitpunklen gleich 
groB sind, um hierdurch die Steuerung zu vereinfachen. Aus 
diesem Grund ist die vertikale Bewegungsstrecke des Auf- 
nehmerkopfes 3F fiir das Einfallenlassen des Chips in die 
Ausnehmung S auf die gleiche GroBe festgelegt wie dieje- 
nige zum Aufnehmen des Chips von der Tablettgruppe 2A, 
- Im Unterschied hierzu ftihrt der andere Aufnehmerkopf 
3R gemaB der vorstehenden Beschreibung den Vorgang des 
Herausgreifens eines zu testenden Chips, der eine Runde 
durchgefUhrt hat, aus der Positionierausnehmung S der au- 
Beren Reihe SA und des anschlieBenden Fallenlassens des 
angezogenen Chips in die Positionierausnehmung 5 der in- 
neren Reihe 5B durch. Wenn ein Chip aus der Positionier- 
ausnehmung 5 der auBeren Reihe SA herausgegriffen wird, 
greift der Aufnehmerkopf 3R den Chip mit s einem unteren 
Ende (Saugende) ab, das bis in die N^e der Oberseite des 
Chips abgesenkt ist, Aus Fig. 2 ist ersichtlich, das der Auf- 
nehmerkopf 3R im wesentlichen bis auf das Niveau der 
Oberfiache des Drehtisches 4 abgesenkt ist, um den Chip 
durch Unterdruck anzusaugen. Der Aufnehmerkopf 3R ist 
folgUch in eine Position nach unlen bewegt, die niedriger ist 
als die Position, bei der der Aufnehmerkopf 3F den Chip in 
die Positionierausnehmung 5 in die auBere Reihe SA fallen 
laBt. Da es vorzuziehen und vorteilhaft ist, daB die vertikale 
Bewegungsstrecke des Aufiiehmerkopfes 3R so klein wie 
moglich und gleich groB wie diejenige des Aufhehmerkop- 
fes 3F ist, isl bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel aus 
diesem Grund die Ausgeslaltung derart getroffen, daB der 
Aufnehmerkopf 3R an dem Tragerarm 3 derart befestigt ist, 
daB er um einen Abstand, der dem pegelmafiigen Unter- 
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schied (Hohenabstand) zwischen den abgesenkten Positio- 
nen der beiden Kopfe entsprichi, niedriger liegt als der Auf- 
nehmerkopf 3F, so daB der Aufnehmerkopf 3R einen Chip 
aus der Ausnehmung 5 der auBeren Reihe 5A mil Hilfe der 
gleichen, kurzen, vertikalen Bewegungsstrecke wie dieje- 5 
nige des Aufnehmerkopfes 3F herausgreifen kann. Die ver- 
tikale Bewegungsstrecke des Aufnehmerkopfes 3R ist auf 
gleiche GroBe wie diejenige des Aufnehmerkopfes 3F fest- 
gelegt. 

Da der Aufnehmerkopf 3R, wie vorstehend erlautert, der- 10 
art ausgelegt ist, dafi er die gleiche, kurze vertikale Bewe- 
gungsstrecke wie diejenige des Aufnehmerkopfes 3F durch- 
fiihrt, ergibt sich aus Fig. 2, daB eine Festlegung der Tiefe 
der Positionierausnehmungen 5 der inneren Reihe 5B derart, 
daB sie gleich groB ist wie diejenige der Positionierausneh- 15 
mungen 5 der auBeren Reihe 5A, die Sirecke stark verrin- 
gem wiirde, die ein Chip, der aus der Ausnehmung 5 der au- 
Beren Reihe 5A durch den Aufnehmerkopf 3R herausgegrif- 
fen worden ist, nach unten zurilcklegt, wenn er in die Aus- 
nehmung 5 der inneren Reihe 5B fallengelassen wird. Dem- 20 
zufolge ware es nicht nur schwierig, den Chip in der Aus- 
nehmung exakt zu positionieren, sondem es konnten auch 
die Leitungssdfte bzw. Kontaktstifte (Anschliisse) des Chips 
in Beruhrung mit den schrag verlaufenden Wanden der Aus- 
nehmung 5 gelangen und hierdurch verzerrt bzw. verbogen 25 
oder in anderer Weise beschadigt werden. Im Hinblick hier- 
auf sind die Positionierausnehmungen 5 der inneren Reihe 
SB tiefer ausgebildet als die Positionierausnehmungen 5 der 
auBeren Reihe 5A, so daB der Chip, wenn er von dem Auf- 
nehmerkopf 3R freigegeben wird, der dazu ausgelegt ist, 30 
sich in eine Position abzusenken, die tiefer liegt als dieje- 
nige des Aufnehmerkopfes 3F, aufgrund seines Eigenge- 
wichts mit der gleichen Strecke nach unten fallen kann, mit 
der sich auch ein Chip nach unten bewegt, wenn er in die 
Ausnehmung 5 der auBeren Reihe 5A hineinfalli. Folglich 35 
sind die Posidonierausnehmungen 5 der inneren Reihe 5B 
bei diesem Beispiel tiefer ausgebildet als die Posidonieraus- 
nehmungen 5 der auBeren Reihe SA, wobei der Tiefenunter- 
schied dem Unterschied der Niveaus zwischen den Positio- 
nen, an denen die beiden Aufnehmerkopfe 3F und 3R mon- 40 
tiert sind, cntspricht. 

Der Drehtisch 4 weist dariiberhinaus eine sehr viel gro- 
Bere Masse auf oder stellt eine sehr viel groBere Warme- 
oder KaltequeUe, die bei der Temperatur in der Konslant- 
temperaturkammer 9 gehalten wird, dar, verglichen mit ei- 45 
nem zu testenden Chip, so daB die Warme oder Kalte des 
Drehtisches noch wirksamer auf die Chips ubertragen wird, 
die in den tieferen Positionierausnehmungen 5 der inneren 
Reihe SB gehalten sind. Es versteht sich somit, daB die La- 
gerung der zu testenden Chips in den Positionierausneh- 50 
mungen 5 des Drehtisch 4 mit groBerer Tiefe den 7-usatzli- 
chen Vorteil mit sich bringt, daB noch besser sicher gestellt 
ist, daB die zu testenden Chips auf eine vorbesdmmte Tem- 
peratur erwarmt oder abgekiihlt werden. 

Das vorstehend beschriebene Ausfiihrungsbeispiel ist 55 
derart ausgestaltet, daB die zu testenden Chips zunachst von 
demBeladeabschnittin die auBere Reihe 5A der Posidonier- 
ausnehmungen gebracht werden und danach, wenn jeder der 
aufgebrachten, zu testenden Chips eine Umdrehung ausge- 
fiihrt hat, von der auBeren Reihe 5A der Positionierausneh- 60 
mungen jeweils in Querrichtung zu der inneren Reihe 5B 
der Positionierausnehmungen fiir eine Zufuhr zu dem Test- 
abschnitt bewegt werden. Es konnen jedoch zu testende 
Chips auch zunachst von dem Beladeabschnitt auf die in- 
nere Reihe SB der Posidonierausnehmungen aufgebracht 65 
werden und dann, wenn jeder der aufgebrachten, zu testen- 
den Chips eine Umdrehung durchgefiihrt hat, in Querrich- 
tung von der inneren Reihe SB der Positionierausnehmun- 



gen zu der auBeren Reihe 5A der Posidonierausnehmungen 
fiir eine Zufuhr zu dem Testabschnitt bewegt werden. 

Auch wenn bei dem vorstehend beschriebenen Ausfiih- 
rungsbeispiel zwei kreisfbrmige Reihen von Positionieraus- 
n^mungen auf konzentrischen Kreisen angeordnet sind, 
konnen femer auch N kreisformige Reihen von Posidonier- 
ausnehmungen vorges^en sein (N bezeichnet eine ganze 
Zahl, die gleich groB wie oder groBer als 2 ist). Zum Beispiel 
konnen drei kreisformige Reihen von Positionierausneh- 
mungen auf konzentrischen Kreisen auf dem Drehtisch 4 
ausgebildet sein und es konnen zu testende Chips zunachst 
von dem BeladeabschniU: in die auBerste oder die innerste 
Reihe von Positionierausnehmungen eingebracht werden, 
wonacb die in die auBerste oder innerste Reihe eingebrach- 
ten Chips, wenn sie jeweils eine Umdrehung durchgefiihrt 
haben, in Querrichtung von der auBersten oder der innersten 
Reihe zu der mitderen Reihe der Positionierausnehmungen 
transportiert werden. Wenn dann jeder der in die mittlere 
Reihe eingebrachten Chips eine weitere Umdrehung durch- 
gefiihrt hat, wird er in Querrichtung von der mittleren Reihe 
zu der innersten oder auBersten Reihe fiir die Zufuhr zu dem 
Testabschnitt transportiert. Dies bedeutet, daB zu testende 
Chips, die in jede der Positionierausnehmungen der auBer- 
sten oder der innersten Reihe bei der Winkelposition (A) 
eingebracht worden sind, um zwei Umdrehungen (N - 1 
Umdrehungen) gedreht werden konnen, wonach die zu te- 
stenden Chips weiterhin von der Winkelposition (A) zu der 
Winkelposition (B) fiir die Zufuhr zu dem Testabschnitt ge- 
dreht werden konnen. 

Weiteriain konnen im Fall einer Chip-Handhabungsvor- 
richtung, die gemaB der Darstellung in Fig. 7 zum gleichzei- 
tigen Transportieren von zwei Chips ausgebildet ist, vier 
kreisformige Reihen von Positionierausnehmungen auf kon- 
zentrischen Kreisen ausgebildet sein, und es kann der Tra- 
gerarm 3 mit vier Aufnehmerkopf en versehen sein. Die 
Ausgestaltung kann derart getroffen sein, daB derTragerarm 
3 zwei Chips zum gleichen Zeitpunkt vori der Tablettgruppe 
2A in dem Beladeabschnitt zum Beispiel auf die beiden au- 
Bersten Reihen aufbringt, wonach die aufgebrachten, zu te- 
stenden Chips, nachdem sie eine Umdrehung durchgefiihrt 
haben, von den beiden auBersten Reihen von Positionieraus- 
nehmungen zu den beiden verbleibenden innersten Reihen 
von Positionierausnehmungen in Querrichtung transportiert 
werden, wobei zur gleichen Zeit zwei zu testende Chips von 
der Tablettgruppe 2A in dem Beladeabschnitt auf die bei- 
den, nun geleerten auBersten Reihen von Positionierausneh- 
mungen aufgebracht werden und zwei zu testende Chips 
von den beiden innersten Reihen von Positionierausneh- 
mungen zu dem Testabschnitt transportiert werden. 

Fiir den Fall, daB der Tragerarm 3 zwei oder mehr Chips 
zu dem gleichen 2^itpunkt von der Tablettgruppe 2A in* dem 
Beladeabschnitt auf die beiden oder mehrere auBerste (in- 
nerste) Reihen von Positionierausnehmungen aufbringt, 
kann der Tragerarm 3 mit einer Anzahl von Aufnehmerkop- 
fen versehen sein, die der Anzahl von Chips entspricht, die 
zum gleichen Zeitpunkt von der Tablettgruppe 2A in den 
Beladeabschnitt auf die auBersten (innersten) Reihen aufge- 
bracht werden konnen. 

GemaB dem ersten Ausfiihrungsbeispiel wird ein zu te- 
slender Chip in jeder der Positionierausnehmungen 5 in dem 
Drehtisch 4 an der Winkelposition (A), das heifit an der 
Chipbeschickungsposition, plaziert und wird dann um min- 
destens eine Umdrehung gedreht, wonach sich eine Bewe- 
gung um einen vorbestinrunten Winkel (240°) bis zu der 
Winkelposition (B), das heiBt bis zu der Zufuhrposition zu 
dem Testabschnitt, anschlieBt, um hierdurch zu dem Testab- 
schnitt 7 transportiert zu werden. Ein zu testender Chip wird 
somit wahrend der Zeitspanne, die fiir mindestens eine Um- 
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drehung eiforderlich. ist, zuziiglich der Zeitspanne, die fiir 
die Drehung um den vorbestimmten Winkel bis zu der Zu- 
fuhrpositioD zu dem Testabschnitt 7 erforderlich ist, der in 
der Konstanttemperaturkammer 9 heirschenden Temperatur 
ausgesetzt, um somit einer vorbestimmten Temperaturbela- 
stung zu unterliegen. Da diese zusatzliche, flir die minde- 
stens eine Umdr^ung benotigte Zeitspanne I anger ist als 
die 2^itdauer fur die Drehung um den vorbestimmten Win- 
kel zu der Zufuhrposition zu dem Testabschnitt 7, kann eine 
mehr als doppelt solange Zeitspanne wie bei der einleitend 
beschriebenen Chip-Handhabungsvonichtung dazu ver- 
wendet werden, die Temperatur der zu testenden Chips auf 
ein vorbestimmtes Niveau anzuheben oder abzusenken. £s 
ist somit moglich, eine ausreichend lange Zeitspanne zur 
korrekten Aufheizung oder Abkiihlung der zu testenden 
Chips bereitzustellen, so da6 auch dann kein Problem auf- 
tritt, wenn der Drehtisch 4 synchron mit der Testdauer in 
dem Testabschnitt 7 gedreht wird, wodurch die Zeitspanne, 
die zum Testen von Chips erforderlich ist, verkiirzt werden 
kann. 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 3 bis 5 wird nun ein zwei- 
tes Ausfuhrungsbeispiel einer Chip-Handhabungsvorrich- 
tung gemaB der vorliegenden Erfindung erlautert. Bei dem 
zweiten Avisfuhrungsbeispiei wird die vorliegende Erfin- 
dung bei einer Chip-Handhabungsvonichtung mit dem in 
Fig. 7 gezeigten Aufbau eingesetzt, wobei die Komponen- 
ten, die denjenigen der in Fig. 7 gezeigten Handhabungsvor- 
richtung entsprechen, mit den gleichen Bezugszeichen ver- 
sehen sind und daher nur insoweit emeut beschrieben wer- 
den, als dies erforderlich ist. 

Fig. 3 zeigt eine vergroBerte Querschnittsansicht, in der 
eine der Positionierausnehmungen 5 dargestellt ist, die in 
dem Drehtisch 4 ausgebildet sind und ein wesentliches 
Merkmal des zweiten Ausruhrungsbeispieles darstellen. 
Aus Fig. 7 ist ersichtlich, dafi der Drehtisch 4 mit zwei Rei- 
hen von winkdmaBig gleich beabstandeten Positionieraus- 
nehmungen 5 versehen ist, die ringformig auf konzeniri- 
schen Kreisen angeordnet sind. Da jedoch alle in dem Dreh- 
tisch 4 ausgebildeten Positionierausnehmungen 5 identische 
Gestaltung, gleiche Struktur und identischen Aufbau auf- 
weisen, ist in Fig. 3 als reprasentati v fiir alle Ausnehmungen 
die Positionierausnehmung 5 gezeigt, die in die Winkelposi- 
tion (A) gedreht ist, das heiBt in die Chip-Beschickungspo- 
sition, und zur Aufhahme eines Chips bereit ist, der von der 
Tablettgruppe 2A in dem Beladeabschnitt hertransportiert 45 
wird. 

Bei diesem zweiten Ausfuhrungsbeispiel sind Positio- 
nierausnehmungen 5, die eine groBere Tiefe als die Positio- 
nierausnehmungen in Fig. 6 aufweisen, in gleichen winkel- 
maBigen Abstanden in dem Drehtisch 4 ausgebildet, Ein 
H6henfbrderer20 ist in dem Boden jeder der Positionieraus- 
nehmungen 5 angeordnet Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel 
weist jede Positionierausnehmung eine zur Aufnahme von 
zwei Chips ausreichende Tiefe auf, da jede der Positionier- 
ausnehmungen 5 derart ausgelegt ist, daB sie zwei zu te- 
stende Chips aufhehmen kann. Der Hohenforderer 20 ist in 
dem Boden der Positionierausnehmung 5 fiir vertikale Auf- 
warts- und Abwartsbewegungen angebracht und ist dazu 
ausgelegt, auf seiner Oberflache einen zu testenden Chip 
aufzunehmen. 

Der Hohenforderer 20 weist speziell bei diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel einen zylindrischen Korper 20A mit Flan- 
schen 20B auf, die sich von diesem an dessen entgegenge- 
setzten Enden erstrecken, wobei der zylindrische Korper 
20A glciiend in einer Offhung aufgenommen ist, die durch 
die Bodenwand der Positionierausnehmung 5 hindurchge- 
hend ausgebildet isL Der obere und der untere Flansch 20B 
dienen als Anschlage zur Begrenzung der verdkalen Bewe- 
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gungsstrecke des Hohenforderers 20 durch Anschlagen an 
der Bodenwand der Positionierausnehmung 5. 

An den Wnkelpositionen (A) und (B) (siehe Fig. 7) sind 
Antiiebseinrichtungen 12 zum Anheben und Absenken der 
Hohenforderer 20 angeordnet Da bei diesem Ausfuhrungs- 
beispiel zwei Reihen von Positionierausnehmungen 5 auf 
konzentrischen Kreisen in dem Drehtisch 4 ausgebildet 
sind, sind an jeder der Winkelposilionen (A) und (B) jeweils 
zwei Antriebseinrichtungen vorgesehen. Bei diesem Aus- 
fuhrungsbeispiel weist jede Antriebseinrichtung 12 eine 
Luft-Zylinder-Kolben-Baugruppe auf. Es versteht sich je- 
doch, daB auch eine andere Antriebseinrichtung eingesetzt 
werden kann. 

Die Antriebseinrichtungen 12 sind an der AuBenseite der 
Konstanttemperaturkammer bzw. auBerhalb denelben mon- 
tiert Als Beispiel ist der Zylinderabschnitt jeder Antriebs- 
einrichtung 12 gemaB der DarsteUung an der AuBenflache 
der isolierenden Wand (Bodenwand) 13 der Konstanttempe- 
raturkammer 9 derart montiert, daB sich ein beweglicher 
Stab (Kolbenstange) 14 jeder Antriebseinrichtung 12 nach 
oben durch die isoiierende Wand 13 hindurch bis in die 
Nahe der unteren Hache des Drehtisches 4 erstreckt Da je- 
der Hohenforderer 20 bei dieser Ausgestaltung sich norma- 
lerweise aufgrund seines Eigengewichts in der unteren Posi- 
tion befindet, ist jede AnUiebseinrichtung 12 vorzugsweise 
derart posidoniert, daB sich das obere Ende der Kolben- 
stange 14 dann, wenn sich die Kolbenstange 14 der An- 
triebseinrichtung 12 in der zuriickgezogenen Position befin- 
det, geringfiigig unterhalb der Bodenstimflache des Hohen- 
forderers 20 befindet, der in seine untere Position abgesenkt 
ist. 

Wenn die Positionierausnehmungen 5 und folgUch die zu- 
geordneten Hohenforderer 20 durch Drehung des Drehti- 
sches 4 entweder in die Winkelposition (A) oder in die Win- 
keiposition (B), an denen die Antriebseinrichtungen 12 an- 
geordnet sind, bewegt werden, befindet sich das obere Ende 
der Kolbenstange 14 jeder der beiden Antriebseinrichtungen 
12 in einer Posidon nahe bei der Bodenstimflache des Ho- 
henforderers 20. Ausgehend von dieser Position wird jede 
40 Antriebseinrichtung 12 betatigt, so daB die Kolbenstange 14 
nach oben verlangert bzw. ausgefahren wird, um hierdurch 
den H<3heDforderer20 in die obere, in Fig. 3 dargestellte Po- 
sition anzuheben. Wenn jede Antriebseinrichtung 12 in um- 
gekehrler Weise betatigt wird, so daB die Kolbenstange 14 
nach unten zuriickgezogen wird, kann sich der Hohenforde- 
rer 20 aufgrund seines Eigengewichts von der oberen Posi- 
tion zu der unteren Position, die in den Fig. 4 und 5 gezeigt 
ist, absenken. 

Wie vorstehend erlauten, ist jeder Hohenforderer 20 dazu 
ausgelegt, zwei vertikale Positionsniveaus, namlich die 
obere und die untere Position, einzunehmen. Jeder Hohen- 
forderer 20, der an der Winkelposition (A) des Drehtisch 4 
angeordnet ist, wird zunachst durch die zugeordnete An- 
triebseinrichtung 12 in die obere Position angehoben und 
dort gehalten, in der der Hohenforderer einen ersten, zu te- 
stenden Chip von dem Aufhehmerkopf 15 des Tragerarms 3 
aufnimmt. Nachdem der Hohenforderer den ersten Chip auf- 
genommen hat, wird die Antriebseinrichtung 12 in Gegen- 
richtung betatigt, um die Kolbenstange 14 nach unten zu- 
ruckzufiihren, wodurch es dem Hohenforderer 20 moglich 
ist, nach unten in die untere Position, die in Fig. 4 gezeigt 
ist, zu wandem und dort anzuhalten. In der unteren Position 
nimmt der Hohenforderer einen zweiten, zu testenden Chip 
von dem Aufiiehmerkopf 15 des Dreharms 3 auf dem zuvor 
aufgenommenen ersten Chip auf (siehe Fig. 5). Hierbei 
kann die Strecke Dl der Abwartsbewegung des ersten Chips 
gleich groB wie die Strecke D2 der Abwartsbewegung des 
zweiten Chips ausgelegt werden, indem der vertikale Hub S 
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der Bewegung des Hohenforderers 20 derart festgelegt wird, 
daB er gleich groB ist wie die Dicke T eines Chips, wie es in 
Fig. 4 gezeigt ist. Es isl somit moglich, alle beliebigen, zu 
testenden Chips in alle Positionierausnehmungen 5 mit den- 
selben Bedingungen herabfallen zu lassen (mit der gleichen 
Strecke der Abwartsbewegung). 

Jeder der Aufnehmerkopfe 15, die an dem Tragerarm 3 
angebracht sind, ist hierbei derart ausgelegt, daB er in glei- 
cher Weise wie bei dem anhand von Fig. 7 erlauterten Stand 
der Technik von dem Tragerarm 3 nach unlen bewegt wer- 
den kann, um einen Chip durch die Wirkung einer Unter- 
druckansaugung anzusaugen und zu halten. Auch wenn in 
. den Fig. 3 bis 5 lediglich ein einziger Aufnehmerkopf 15 
dargestellt isi, sind tatsachlich zwei Aufnehmerkopfe an 
dem Tragerarm 3 angebracht, so daB zwei Chips gleichzeitig 
gehandhabt werden konnen. Wie in Fig. 5 gezeigt ist, wer- 
den an der zur Chipbeschickung dienenden Wnkelposition 
(A) des Drehtisches 4 zwei zu testende Chips in jede der Po- 
sitionierausnehmungen 5 der beiden ringfbrmig angeordne- 
ten Reihen eingebracht und dann von der ^^kelposition 
(A) zu der Winkelposition (B) des Drehtisches 4 fiir die Zu- 
fuhr der Chips zu dem Testabschnitt 7 bewegt. Wahrend der 
Bewegung von der Winkelposition (A) zu der Winkelposi- 
tion (B) werden die Chips der Temperatur in der Konstant- 
temperaturkammer 9 ausgesetzt. 

An der Winkelposition (B) greifen zwei Aufnehmer- 
kopfe, die an dem Kontaktarm 6 angebracht sind, zu te- 
stende Chips aus den Positionierausnehmungen 5 der auBe- 
ren bzw. inneren Reihen heraus und transportieren diese zu 
dem Testabschnitt 7. Da zwei zu testende Chips in der Form 
eines vertikalen Stapels in jeder der Positionierausnehmun- 
gen 5 gehalten sind, greifen die beiden Aufnehmerkopfe des 
Kontaktarms 6 zunachsi die oberen Chips von den Stapeln 
aus den beiden Posidonierausnehmungen 5 der auBeren 
bzw. inneren Reihe ab und transportieren diese zu dem Test- 
abschnitt 7. Die beiden Antriebseiniichtungen 12 werden 
dann betatigt, um die Hohenforderer 20 in die obere, in Fig. 
3 gezeigte Posidon anzuheben. In dieser Position greifen die 
beiden Aufnehmerkopfe des Kontaktarms 6 die nun freige- 
legten und angehobenen, unteren Chips von den Stapeln aus 
den beiden Positionierausnehmungen 5 der auBeren bzw. in- 
neren Reihe heraus und transportieren diese zu dem Testab- 
schnitt 7. Nachdem die jeweils zwei zu testenden Chips, die 
in jeder der Posidonierausnehmungen 5 der auBeren und in- 
neren Reihen gehalten sind, soimt zu dem Testabschnitt 7 
transportiert worden sind, werden die beiden Antriebsein- 
richtungen 12 in Gegenrichtung betatigt, um den Hohenfor- 
derem 20 hierdorch das Ab sin ken in die untere, in den Fig. 4 
und 5 gezeigte Posidon zu ermoglichen. Wahrend dieses 
Vorgangs wird der Drehdsch 4 im Sdllstand gehalten. 

Es versteht sich somit, daS das Zeidnter\'al], das zur Be- 
wegung des Drehtisches 4 um einen Teilungsabstand erfor- 
derlich ist, zweimal so groB ist wie die Testdauer (die fiir 
den Test von einem Chip erforderliche Zeitspanne) in dem 
Testabschnitt 7, da der Drehtisch 4 wahrend der Zeitspanne, 
die zum Testen von zwei Chips, die in einer Posidonieraus- 
nehmung ubereinander gestapelt sind, in dem Testabschnitt 
erforderlich ist, im Stillstand gehalten wird. Anders ausge- 
driickl, kann die Drehgeschwindigkeit des Drehusches 4 
venringert werden. Dies erlaubl es den zu testenden, durch 
den Drehdsch 4 getragenen Chips, der Temperatur in der 
Konstanttemperaturkammer 9 in ausreichendem MaBe aus- 
gesetzt zu sein, wodurch sicher gestellt isi, daB die durch 
eine vorbesdmmte temperatur hervorgerufene Temperatur- 
belastung auf die Chips einwirkt Auf der anderen Seite ist 
festzustellcn, daB die Testzeitdauer in dem Testabschnitt 7 
die gleichc ist wie bei der Chip-Handhabungsvorrichtung, 
die in Fig. 7 dargestellt ist DemgemaB tritt weder eine Ver- 



ringerung hinsichtlich der Anzahl von je Zeiieinheit zu te- 
stenden Chips auf noch ergibt sich irgendeine VergroBerung 
hinsichtlich der Testzeitdauer. 

Wenn sich die beiden Hohenforderer 20 in ihren oberen 
5 Posidonen befinden, ist der freigelegte, untere Chip des ver- 
dkalen Stapels in der zugeordneten Positionierausnehmung 
der Posidonierausnehmungen 5 auf dem gleichen Niveau 
posidoniert wie die zuvor von dem oberen der beiden verti- 
kal gestapelten Chips eingenommene Hohenlage. Dies er- 

10 moglicht es den beiden Aufnehmerkopf en des Kontaktarms 
6, die unteren Chips mit demselben Hub wie beim Abgrei- 
fen der oberen Chips aufzunehmen und diese zu dem Test- 
abschnitt 7 zu transporderen. Es versteht sich somit, daB der 
Vorgang der Steuerung der verdkalen Bewegung en der Auf- 

15 nehmerkopfe folglich leichter sein kann und daB ein genauer 
Aufnahmevorgang seitens der Aufnehmerkopfe sicher ge- 
stellt ist. 

Auch wenn jede der Posidonierausnehmungen 5, die in 
- dem Drehdsch ausgebildet sind, bei dem zweiten Ausfuh- 

20 rungsbeispiel gemaB der Darstellung mit einer Tiefe verse- 
hen sind, die zum Aufnehmen von zwei Chips ausreichend 
ist, kann auch jede Posidonierausnehmung derart ausgestal- 
tet sein, dafi sie mehr als zwei Chips aufninmit. Falls die An- 
zahl von Chips, die in jeder der Posidonierausnehmungen 5 

25 aufgenommen werden konnen, gleich N ist (N bezeichnet 
eine ganze 21ahl, die gleich groB wie oder groBer als 2 ist), 
muB die Antnebseinrichtung 12 zum Anheben und Absen- 
ken des zugeordneten Hohenforderers 20 lediglich derart 
ausgestaltet werden, daB sie N Anhalteposidonen besitzt. 

30 Als Beispiel kann eine solche Antnebseinrichtung einen 
Schrittmotor und eine linear bewegliche Einrichtung wie 
etwa eine Zahnstangentrieb-Anordnung, die durch den 
. Schrittmotor angetrieben wird, oder eine linear bewegliche 
Einrichtung, bei der ein Schraubenmechanismus eingesetzt 

35 wird, aufweisen. 

Femer ist darauf hinzuweisen, daB die vorliegende Erfin- 
dung nicht nur bei einer Chip-Handhabungsvorrichtung, die 
mit einem Drehdsch 4 mit zwei kreisformigen Reihen von 
auf konzentrischen Kreisen ausgebildeten Positionieraus- 

40 nehmungen versehen ist, sondem auch bei einer Chip-Hand- 
habungsvorrichtung zum Einsatz kommen kann, wie sie in 
Fig. 6 gezeigt ist und irut einem Drehdsch ausgestattet ist, 
der lediglich eine einzige kreisfbrmige Reihe von Posido- 
nierausnehmungen aufweist. Weiterhin ist die vorliegende 

45 Erfindung auch bei einer Chip-Handhabungsvorrichtung an- 
wendbar, die einen Drehdsch enthalt, der mehr als zwei 
kreisfdrmige Reihen von Posidonierausnehmungen enthalt, 
wobei jeweils die gldchen funkdonellen Vorteile resulde- 
ren. 

50 Wie vorstehend erlautert, sind gemaB dem ersten Ge- 
sichtspunkt der vorliegenden Erfindung N kreisfbrmige Rei- 
hen von Posidonierausnehmungen auf konzentrischen Krei- 
sen in dem Drehtisch ausgebildet. Zu testende Chips werden 
an der zur Chipbeladung dienenden Winkelposidon des 

55 Drehdsches in mindestens eine aus den N kreisformigen 
Reihen von Posidonierausnehmungen eingebracht. Wenn 
jeder der zu testenden, eingebrachten Chips eine Runde 
durchgefuhrt hat und zu der urspriinglichen Beladeposidon 
zuriickgekehrt ist, wird er in Queirichtung zu einer anderen 

60 Reihe von Positionierausnehmungen transportiert. Nach- 
dem jeder der zu testenden, aufgebrachten Chips mindestens 
eine Runde durchgefuhrt hat, wird er zu dem Testabschnitt 
an der Winkelposidon zur Abgabe von dem Drehdsch gefor- 
derL Falls erforderlich, kann jeder der aufgebrachten, zu te- 

65 stenden Chips eine weitere oder mehrere Runden durchfuh- 
ren, bevor er zu dem Testabschnitt an der zur Abnahme von 
dem Drehdsch dienenden Winkelposidon transportiert wird. 
Dies bedeutet, daB jeder der zu testenden, durch den Dreh- 
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tisch transportierten Chips mindestens eine Umdrehung 
durchfuhrt, wonach sich eine Drehung von der Position des 
Transports in Querrichtung (die die gleiche ist wie die zur 
' Chipbeschickung dienende Winkelposition) zu der Abgabe- 
Winkelposition anschlieBt, so daB fiir jeden zu testenden 5 
Chip im Vergleich zum Stand der Technik eine zusatzliche 
Zeilspanne bereitgestellt werden kann, die fiir die Bewe- 
gung entsprechend mindestens einer Umdrehung erforder- 
lich ist. Es siehl somit viel Zeit dafiir bereit, daB der Chip die 
in der Konstanttemperaturkammer herrschende Temperatur lO 
in angemessener Weise annehmen kann. Selbst wenn daher 
der Drehtisch inkremental bzw. schrittweise Teilungsab- 
stand fiir Teilungsabstand synchron mit der Testdauer in 
dem Testabschnitt gedreht wird, ist es moglich, die Tempe- 
ratur des zu testenden Chips auf eine auslegungsgemaB ge- 15 
plante Temperatur anzuheben oder abzusenken. Es ist somit 
ersichtlich, daB die vorliegende Erfindung die erhebiichen 
Vorteile bereitstellt, daB die Anzahl von Chips, die je Zeit- 
einheit geiestet werden konnen, vergroBert werden kann, 
und daB die Zeitspanne, die zum Durchfuhren des Testens 20 
eiforderlich ist, verringert werden kann. 

GemaB dem zweiten Gesichtspunkt der vorliegenden Er- 
findung ist jede der in dem Drehtisch ausgebildeten Positio- 
nierausnehmungen derart ausgebildet, daB sie N zu testende 
Chips in der Form eines vertikalen Stapels aufnehmen und 25 
Lransportieren kann, wobei der Drehtisch wahrend der Zeit- 
spanne, in der N Chips in einem vertikalen Stapel in dem 
Testabschnitt geteslet werden, im Stillstand gehalten wird. 
Das Zeitintervall, das zum Drehen des Drehtisches um einen 
Teilungsabstand erforderlich ist, kann somit N mal so lang 30 
sein wie die Testzeitdauer in dem Testabschnitt Da jedoch 
die Testzeitdauer zum Testen jedes Chips in dem Testab- 
schnitt gleich groB ist wie beim Stand der Technik, wird die 
Anzahl von Chips, die je Zeiteinheit getestet werden, nicht 
verringert. Auch verlangert sich die Zeitspanne, die zum 35 
Durchfuhren der Tests erforderlich ist, nicht. Dariiberhinaus 
kann die Drehgeschwindigkeit des Drehtisches verringert 
werden, so daB Chips, die durch den Drehtisch transportiert 
werden, der Temperatur in der Konstanttemperaturkammer 
in ausrcichendem MaBe ausgesetzt werden konnen, wo- 40 
durch sichergestellt wird, daB die zu testenden Chips einer 
der vorbestimmten Temperatur entsprechenden Temperatur- 
belastung ausgesetzt werden. 

Auch wenn die vorstehend erlauterten Ausfuhrungsbei- 
spiele der vorliegenden Erfindung im Hinblick auf Chips als 45 
reprasentaiive Halbleiterbauelemente beschrieben worden 
sind, versteht es sich, daB die vorliegende Erfindung auch 
bei einer Vorrichtung zum Transportieren und Handhaben 
von Halbleiterbauelemenlen eingesetzt werden kann, bei der 
andere Halbleiterbauelemente als Chips gehandhabt wer- 50 
den, wobei sich die gleichen funktioneilen Wirkungen und 
Effekte crgeben. 

Patentanspriiche 

55 

1. Vorrichtung zum Transportieren und Handhaben 
von Halbleiterbauelementen, bei der zu testende, in ei- 
nem Tablet: (2A) gehaltene Halbleiterbauelemente auf- 
einanderfolgend an einer Halbleiterbauelemente-Be- 
schickungsposition (A) in eine kreisformige Anord- 60 
nung von in einem Drehtisch (4) ausgebildeten Positio- 
nierausnehmungen (5) iibertragen werden, wobei der 
Drehtisch (4) zum Transportieren der Halbleiterbauele- 
mente, die in den Positionierausnehmungen (5) gehal- 
ten sind, zu einer Position (B) gedreht wird, die be- 65 
nacbbart zu einem Testabschnitt (7) liegt, wobei die 
Halbleiterbauelemente wahrend ihres Transports durch 
den Drehtisch (4) einer Temperaturbelastung gemaB ei- 
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ner vorbestimmten Temperatur ausgesetzt werden und 
in der benachbart zu dem Testabschnitt (7) liegenden 
Position (B) aufeinanderfolgend von dem Drehtisch (4) 
zu dem Testabschnitt (7) zur Durchfuhiung eines Tests 
transportiert werden, wobei 

die Positionierausnehmungen (5), die in dem Drehtisch 
(4) ausgebildet sind, in N kreisformigen Reihen (SA, 
5B), die auf konzenUischen Kreisen liegen, angeordnet 
sind, wobei N eine ganze Zahl gleich oder groBer als 2 
bezeichnet, 

die zu testenden Halbleiterbauelemente aufeinander- 
folgend von dem Tablett (2A) in die Positionierausneh- 
mungen von mindestens einer der N Reihen an der 
Halbleiterbauelement-Beschickungsstation (A) ge- 
bracht werden, 

das oder die Halbleiterbauelemente dann, wenn jedes 
der eingebrachten Halbleiterbauelemente aufgrund der 
Drehung des Drehtischs (4) eine Runde bzw. Umdre- 
hung zuriickgelegi hat, in Querrichtung in eine der Po- 
sitionierausnehmungen einer anderen der N Reihen, 
die die Halbleiterbauelemente-Beschickungsposilion 
(A) leer erreicht hat, transportiert werden, und zur glei- 
chen Zeit die Positionierausnehmungen, die durch den 
Transport der Halbleiterbauelemente in Querrichtung 
geleert worden sind, aufeinanderfolgend an der Halb- 
leiterbauelement-Beschickungsposition (A) mit neuen, 
von dem Tablett stammenden Halbleiterbauelementen 
beschickt werden, und 

die Halbleiterbauelemente, die aufgrund der Drehung 
des Drehtischs (4) mindestens eine Umdrehung durch- 
geftihrt haben, dann, wenn sie zu der Position (B) be- 
nachbart zu dem Testabschnitt (7) transportiert sind, 
aufeinanderfolgend von dem Drehtisch (4) zu dem 
Testabschnitt (7) gefordert werden. 
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die in dem Drehtisch (4) ausgebildeten 
Positionierausnehmungen (S) in zwei kreisformigen 
Reihen (5A, 5B) angeordnet sind, die auf konzentri- 
schen Kreisen liegen, daB die zu testenden Halbleiter- 
bauelemente aufeinanderfolgend von dem Tablett (2A) 
in die Positionierausnehmungen (5) der auBeren der 
beiden Reihen eingebracht werden, daB ein jeweiLs ein- 
gebrachtes Halbleiterbauelement dann, wenn es eine 
Umdrehung aufgrund der Drehung des Drehtischs 
durchgefuhrt hat, von der auBeren Reihe in eine der Po- 
sitionierausnehmungen der inneren der beiden Reihen 
in Querrichtung transportiert wird, daB die Positionier- 
ausnehmungen der auBeren Reihe, die durch die Um- 
setzung der Halbleiterbauelemente geleert worden 
sind, aufeinanderfolgend mit neuen Halbleiterbauele- 
menten von dem Tablett beschickt werden, wahrend 
die Halbleiterbauelemente, die in die Positionieraus- 
nehmungen der inneren Reihe umgesetzt worden sind, 
zu der Position (B) nahe bei dem Testabschnitt (7) fiir 
eine Zufuhr zu dem Testabschnitt transportiert werden. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- ' 
zeichnet, daB die Positionierausnehmungen (5) der in- 
neren Reihe (5B) eine groBere Tiefe als die Positionier- 
ausnehmungen der auBeren Reihe (5A) aufweisen. 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Positionier- 
ausnehmungen (5) jeder Reihe in winkelmaBigen Ab- 
standen von unge^hr 12° ausgebildet sind, und daB ein 
Winkelabstand von ungefahr 240° zwischen der Win- 
kelposition (A), bei der die zu testenden Halbleiterbau- 
elemente aufeinanderfolgend in die Positionierausneh- 
mungen (5) auf dem Drehtisch (4) eingebracht werden, 
und der Winkelposition (B), bei der die Halbleiterbau- 
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elemente aufeinanderfolgend zu dem Testabschnitt (7) 
transportiert werden, vorhanden ist. 
5. Vomchtung zum Transportieren .und Handhabeo 
von Halbleiterbauelemente, bei der zu leslende, in ei- 
nem Tableti (2A) gehaltene Halbleiterbauelemente auf- 
einanderfolgend an einer Halbleiterbauelemente-Be- 
schickungsposition (A) in eine kxeisformige Anord- 
nung von Positionierausnehmungen (5) ubertragen 
werden, die in einem Drehtisch (4) ausgebildet sind, 
der seinerseits fiir den Transport der in den Posidonier- 
ausnehmungen gehaltenen Halbleilerbauelenienten zu 
einer Position (B), die einem Testabschnitt (7) benach- 
bart ist, gedreht wird, wobei die Halbleiterbauelemente 
wahrend des Transports durch den Drehtisch einer 
Temperaturbelastung entsprechend einer vorbestimm- 
ten Temperatur ausgesetzt werden, und die Halbleiter- 
bauelemente in der dem Testabschnitt (7) benachbarten 
Position (B) aufeinanderfolgend von dem Drehtisch (4) 
zu dem Testabschnitt (7) fur die Durchfuhrung eines 
Tests gefbrdert werden, wobei 
jede der Positionierausnehmungen (5) ausreichend tief 
ausgebildet ist, um eine Mehrzahl von zu testenden 
Halbleiterbauelementen in Form eines vertikalen Sta- 
pels aufzunebmen, 

ein Hohenfbrderer (20) in dem Bodra jeder Positio- 
nierausnehmung (5) fiir eine vatikale Bewegung der 
aufeinandergestapelten Halbleiterbauelemente ange- 
ordnet ist, 

Antriebseinrichtungen (12) an der Halbleiterbauele- 
mente-Beschickungsposition (A), bei der die zu testen- 
den Halbleiterbauelemente von dem Tablett (2A) in die 
Positionierausnehmungen auf dem Drehtisch (4) einge- 
bracht werden, und an der Position (B), die dem Test- 
abschnitt (7) benachbart ist und bei dei: die zu testenden 
Halbleiterbauelemente aus den Positionierausnehmun- 
gen auf dem Drehtisch zu dem Testabschnitt transpor- 
tiert werden, vorgesehen sind, wobei die Antriebsein- 
richtungen dazu ausgelegt sind, die Hohenforderer (20) 
derart anzutreiben, daB diese an Posidonen anhalten 
konnen, deren Anzahl der Anzahl von aufeinanderge- 
stapelten Halbleiterbauelementen entsphcht, und 
jeder der Hohenforderer (20) an der Halbleiterbauele- 
mente-Beschickungsposition (A) durch die zugehorige 
Antriebseinrichtung (12) in eine vorbestimmte Position 
angehoben wird, derart, dafi die Strecke der Abwarts- 
bewegung, mit der die Halbleiterbauelemente in die 
Positionierausnehmungen fallen, konstant gehalten 
wird, und daB jeder der Hohenforderer (20) an der dem 
Testabschnitt (7) benachbarten, zur Abgabe dienenden 
Position (B) durch die zugehorige Antriebseinrichtung 50 
(12) derart bewegt wird, daB eine Aufnehmereinrich- 
tung die Halbleiterbauelemente stets auf der Hohenlage 
des obersten der gestapelten Halbleiterbauelemente in 
jeder der Positionierausnehmungen aufnehmen kann. 
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jede Positionierausnehmung (5) eine 
Hefe aufweist, die zur Aufnahme von zwei Halbleiter- 
bauelementen ausreichend ist, daB jeder Hohenfbrderer 
(20) in dem Boden der zugeordneten Positionieraus- 
nehmung fiir eine vertikale Aufwarts- und Abwartsbe- 
wegung zwischen zwei Positionen gemaB einer oberen 
Oder unteren Hohenlage angebracht ist, daB jede An- 
triebseinrichtung (12) dazu ausgelegt ist, die Hohenfor- 
derer derart anzutreiben, daB der Hohenfbrderer an der 
Halbleiterbauelement-B eschickungsposi tion (A) zu- 
nachst durch die zugebrdnete Anuiebseinrichtung in 
die der oberen Hohenlage entsprechende Position an- 
gehoben wird, und nach Einbringen eines ersten Halb- 
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leiterbauelements in die zugeordnete Positionieraus- 
nehmung der Hohenfbrderer in die Position der unteren 
Hohenlage abgesenkt wird, und daB der Hohenfbrderer 
an der zur Abgabe dienenden Posidon (B) nach dem 
Abgreifen des oberen der gestapelten Halbleiterbauele- 
mente aus der zugeordneten Positionierausnehmung, 
durch die zugehorige Antriebseinrichtung in die der 
oberen Hohenlage entsprechende Position angehoben 
wird. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jeder Hohenforderer (20) bei dem Absen- 
ken aus der der oberen Hohenlage entsprechenden Po- 
sition in die der unteren Hohenlage entsprechende Po- 
sition sich aufgrund seines Eigengewichts herabbewe- 
gen kann, ohne durch die zugehorige Antriebseinrich- 
tung angetrieben zu werden. 
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